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Donanim
Tasarimini
Yeniden Tanimliyoruz

Girigim Evresi: Erken Asama
Sektor: Cip Paketleme

Calisan Sayisi: 4

Calisma Bas. Tarihi: 21.08.2025

Finans: $350K
M $170K

Gelirlerin Kullanimi:
%60: Seri Uretim

%10: Pazarlama ve satig
%30: Operasyonel biyime
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Co-founder CTO

10 yil HW&SW
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Furkan Dikmen

Software Dev.
1 Years Soft.
Experience

Hilal Nur YUCEL
Frontend Dev.
2 Years Soft.

Experience

Halil DEMIR
Software Dev.
4 Years Soft.

Experience
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Teknopark istanbul No:1/9C Z09, 34906
Pendik/istanbul, Turkiye
info@corezzle.com, +905416831068

Corezzle SiP (Paket ici Sistem) Ureticisidir. Elektronik tasarimlarda
karmasikhgi ortadan kaldiran ve sirecleri kolaylastiran SiP ¢ézumleri
Uretmektedir.

Uriin

Corezzle SiP ¢ézumleri bircok farkli bileseni (mikroiglemci, RAM, gl¢
ybnetimi, pasif bilegenler vb.) tek bir paket icinde birlestiren bir teknoloji
turuddr. Bu sayede tasarim sirecini basitlestirir, PCB alanindan
tasarruf saglar ve gelistirme surecini hizlandirir.
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Musteri Problemi:

Karmagik Devre Tasarimi: Discrete Design
Bulylk Boyut: 65mm X 35mm

Ariza Maliyetleri: %3-5

Prototipleme: 12-24 ay

Muhendislik: $60K

Hedef Pazan:
Tarkiye, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika

Musterileri:
e Telemetri firmalari, loT firmalari, Mobilite sektori
o Elektronik donanim geligtiricileri
e Akill cihaz ve giyilebilir teknolojiler Ureticileri
e Savunma ve Uzay Sanayi sektéri

Satig/Pazarlama Stratejisi:
o DistribGtérler ve Cip Satig Platformlari (digikey, mouser vb.)
¢ Online egitim ve kullanici kilavuzlari
e Fuarlar ve sektorel etkinlikler

is Modeli:
e Toptan ve perakende satislar
e Teknik destek ve danismanlik hizmetleri
e Yazilim entegrasyonu hizmetleri

Rekabet Avantaiji:
e Pazara hizil ¢ikis: Gunler icinde Uretime hazir,
Yiuzde 61 daha kigik boyutlar: "30x30mm",
Daha Dusik Uretim Maliyeti:
Azaltilmis Muhendislik Maliyetleri,
Azaltilmis Tedarik Zinciri Maliyeti,
Ariza Maliyetinin Azaltilmasi,
PCB'de gereken katman sayisini %33 ila %50 oraninda azaltir

Rakipler: Amkor Technology, Nordic Semiconductor, Octavo Systems
Corezzle rakiplerinden farkli olarak sektér bazlh dzellestiriimis isletim
sistemi  (canbus, linbus, profi-net/bus, modbus, gsm ve lora vb.
protokoller ) saglamaktadir.



